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発明の内容（概要）

【解決手段】電子部品実装用織地は、並列配置された複数の導
電糸２及び絶縁糸３が配列された経糸と絶縁糸４が配列された
緯糸とを織成して形成された複数の接続領域Ａと、接続領域Ａ
の間に絶縁糸５が配列された経糸と絶縁糸４が配列された緯糸
とを織成して形成されるとともに電子部品を配置する空隙が形
成可能となるように形成された実装領域Ｂとを備えている。

【課題】本発明は、引張りや折り曲げに対して従来の布帛と同
様の耐久性を備えている電子部品実装用織地、電子部品実装体
及びそれを用いた布帛を提供することを目的とするものである。

１：織地、２：導電糸、３：絶縁糸、４：絶縁糸、５：絶縁糸、
６：本体部分、７：接続端子部分、８：接続材、９：補助導電糸、
１０：電子部品、１１：フレキシブル基板、１２：ＬＥＤ素子、
１３：電流調整用抵抗、１４：接続パッド、２０：実装装置

導電糸に関する一部拡大図

本発明に係る織地及び電子部品実装体に関する一部拡大平面図(a)(b)

(b)電子部品を織地１に実装する場合

(a)織地１は、接続領域Ａ及び実装領域Ｂを備えており、
実装領域Ｂは、接続領域Ａの間に形成されている。


